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7‘% NACIONAL DE MEXICO.

El Tecnoldgico Nacional de México/Instituto Tecnoldgico de Chilpancingo a través
de la Division de Estudios de Posgrado e Investigacion (DEPI).

CONVOCA

A todos los profesionistas y egresados de las Ingenierias: Sistemas
Computacionales, Informatica, Electronica, Eléctrica, Electromecanica, Civil,
Gestion Empresarial y otras, a participar en el PROCESO DE ADMISION del
Programa de MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA con orientacién a la
INVESTIGACION en la modalidad ESCOLARIZADA con clave MCING-2011-45 para
el periodo Febrero-Junio 2023.

Fasel

e Consultar los requisitos del proceso de admisidon en la pagina web
http://chilpancingo.tecnm.mx/.

e Del 26 de diciembre del 2022 al 22 de enero del 2023, el aspirante a la
Maestria en Ciencias de la Ingenieria podra llenar y enviar el formato de pre-
registro ubicada en la pagina web http://chilpancingo.tecnm.mx/

Fase 2

e El aspirante debe realizar el pago por el concepto “Pago de Proceso de
Admision” del 26 diciembre de 2022 al 22 de enero del 2023, en cualquier
sucursal de Scotiabank al niUmero de cuenta 04400 256420 a nombre del
Instituto Tecnoldgico de Chilpancingo (Poder Ejecutivo Federal Secretaria de
Educacion Publica), por la cantidad de $ 1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 M.N.)

e Enviar un correo electronico a la direccion:
posgrado.mci@chilpancingo.tecnm.mx depi_chilpancingo@tecnm.mx con la
siguiente documentacion en formato PDF:

Copia del comprobante de pago.

Copia de la Curp.

Copia del acta de nacimiento.

Copia del titulo de licenciatura y cédula profesional, o acta de examen
profesional, o carta de pasante con carta compromiso de titularse antes de
6 meses después de haber ingresado al programa de Maestria en Ciencias
de la Ingenieria, ademas de incluir el kardex de calificaciones.

v' Dos cartas de recomendacion de académicos, investigadores o
profesionales en las areas afines al programa de Maestria en Ciencias de la
Ingenieria (formato libre).
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v' Curriculum Vitae en Extenso con Documentos probatorios (formato libre).

v’ Carta compromiso de disponibilidad de tiempo completo (descargar
formato de la pagina).

v' Carta exposicion de motivos (formato libre).

Nota: En asunto del correo electronico debe colocar su nombre completo. Si el
registro se realizé con éxito recibiras un correo electrénico de confirmacion en
un Mmaximo de 24 horas.

Fase 3

e ElExamen de Admisién en Linea se realizard el dialunes 23 de enero del 2023
a las 09:00 horas.

e Eldia del examen debera presentar en original su recibo de pago.

Fase 4

e Losaspirantes deberan asistir a la Entrevista los dias 24 y 25 de enero del 2023
en las instalaciones del Instituto Tecnoldgico de Chilpancingo, de acuerdo a la
programacion sehalada.

Fase 5

e La Lista de Aceptados serd publicada el 28 de enero del 2023 en la pagina
web http://chilpancingo.tecnm.mx/y en el Facebook del Instituto Tecnoldgico
de Chilpancingo.

e El Coordinador de la Maestria enviara via correo electronico la Carta de
Aceptacion indicando procedimiento y requisitos de inscripcion, mismos que
seran publicados en la pagina web del Instituto Tecnoldégico de Chilpancingo.

Para cualquier duda o aclaracion, dirigirse al Departamento de la Divisiéon de
Estudios de Posgrado e Investigacion (DEPI) de Lunes a Viernes en un horario
de 09:00 a 15:00 horas o) al correo electronico
posgrado.mci@chilpancingo.tecnm.mx y depi_chilpancingo@tecnm.mx

ATENTAMENTE
Excelencia en Educaciéon Tecnolégica
“Crear Tecnologia es Forjar Libertad”

MARIA EUGENIA REYNOSO DUENAS
DIRECTORA

C.c.p. Luz del Carmen Santos Cuenca. Subdirectora Académica. Presente. Para su conocimiento.
Maria Fernanda Marquez Quintana. Subdirectora de Planeacién y Vinculaciéon. Presente. Mismo fin.
César Flores Salazar. Subdirector de Servicios Administrativos. Presente. Mismo fin.
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